
证券代码：688516                                   证券简称：奥特维 

无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

投资者

关系活

动类别 

□特定对象调研     □分析师会议    □媒体采访     ☑业绩说明会 

□新闻发布会       □路演活动      □现场参观   □电话会议 

参与单

位名称 
线上投资者 

时间 2024 年 9月 9 日 

地点 上证路演中心 

上市公

司接待

人员姓

名 

董事长葛志勇先生、董事李文先生、研发总监季斌斌先生、董事会秘书周永秀女士 

投资者关系活动主要内容 

 

 

Q: 半年报显示公司业绩仍保持快速增长，但是市场普遍担心光伏行业深度调整对设备制

造企业的影响将在下半年的业绩中更加凸显出来，请问董事长对下半年和明年的业绩如何展

望？ 

A: 光伏行业目前面临着阶段性产能过剩的严峻挑战，本轮行业调整仍将持续一段时间，具

体时间点目前暂无法判断。公司 24年上半年重大事项相关信息请关注公司公开披露的信息。 

 

Q: 中报提到有客服到期帐未付，请问如何保证应收款能如期收回，有什么具体措施？ 

A: 目前公司已加强了与客户的沟通，回款情况持续改善。公司主要客户为业内龙头企业，

目前客户经营正常，出现坏账的概率较低。 

  

Q: 股价低迷，远超同类公司的表现，公司未来有什么样措施提振投资者的回报，有没有

把分红改成回购注销来的方案？ 

A: 公司一直高度关注投资者权益，管理层努力经营好公司，努力提升公司内在价值和长期

投资价值，大力推动公司高质量发展，积极回报广大投资者。 

 

Q: 目前还是依靠串焊机，这个随着光伏行业的产能过剩会不会影响未来这款的收入，另

外半导体设备这块目前收入占比还非常小，这块未来有什么发展计划，目前有什么进展？ 

A: 串焊机设备的技术仍在快速迭代，近期公司推出了超高速 0BB 串焊设备，随着 0BB 改造

的性价比及投资回报率的持续优化，公司预计未来存量串焊设备对 0BB 的改造需求将所有增

长。半导体业务方面，2024 年上半年公司获得客户的复购订单，实现了半导体设备订单的快

速增长。目前公司半导体设备主要为封测端设备，以划片机、装片机、键合机和 AOI 设备为

主。因为公司的技术强项为自动化控制，未来公司会依托该优势在半导体设备领域进行延伸

布局。 

 

Q: 公司的股票价格长期持续下跌，但公司经营业绩却是保持较好增长。请问公司能否解

释原因？ 



A: 股价受多种因素影响。公司一直高度关注投资者权益，管理层努力经营好公司，努力提

升公司内在价值和长期投资价值，大力推动公司高质量发展，积极回报广大投资者。 

 

Q: 关注到公司发起了多份专利诉讼，请问公司的主要产品是否有较强的技术壁垒？ 

A: 关于公司产品技术门槛请详见公司《2024 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”

之“二 核心技术与研发进展”。 

 

Q: 半年报显示公司业绩仍保持快速增长，但是市场普遍担心光伏行业深度调整对设备制

造企业的影响将在下半年的业绩中更加凸显出来，请问董事长对下半年和明年的业绩如何展

望？ 

A: 公司 2024 年上半年业绩仍保持快速增长，得益于持续的技术创新、成本控制以及市场

多元化战略。未来公司将继续通过技术创新和产品升级来提升竞争力，并积极开拓国内外市

场。结合当前经济与行业形势，公司预计明年下半年能够看到行业需求复苏。 

 

Q: 能否介绍一下上半年公司的半导体业务的增长情况和近期的订单情况？ 

A: 受益于半导体封测产业链的回暖带来的需求增加，公司铝线键合机和 AOI 设备等产品在

客户端试用后获得的积极反馈，2024 年上半年公司获得客户的复购订单，实现了半导体设备

订单的快速增长。 

 

Q: 媒体有报道超导磁场型单晶炉是行业的方向，而公司推出了第三代单晶炉（SC-1600-

Ⅲ）也能以高性价比降低含氧量和消除同心圆问题，后续如何考虑设备技术的发展方向？ 

A: 公司的低氧单晶炉目前的运行情况良好。公司也在积极持续推进新一代单晶炉设备的研

发，未来将根据市场情况适时推出新产品。 

 

日期 2024 年 9月 12 日 

 


